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Titelbild

Die D. Kaupke Leiterplatten Service GmbH présentiert sich
als Komplettdienstleister rund um die Entwicklung, Beschaf-
fung von Leiterplatten, deren Bestiickung und Komplettmon-
tage. Diese Dienstleistung wird in den Bereichen: Luftfahrt,
Automotive, Medizintechnik, Industrieelektronik, Messtech-
nik, Datentechnik und Telekommunikation angeboten.

Weitere Informationen:
Telefon: +49 (0)911 968796-0, www.kaupke.de
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